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Travailler avec l’atelier d’assemblage électronique BE-CEM-EPR-WS: marche à suivre

1 Introduction
Le présent document a pour but de vous indiquer la marche à suivre afin de travailler avec l’atelier d’assemblage de la section BE-CEM-EPR dans les meilleures conditions possibles.
Ici sont détaillés les ensembles de fichiers ainsi que les composants qui doivent être fournis par vos soins afin que nous puissions réaliser vos assemblages conformément à vos attentes de qualité et de délai.
2 Fichiers à fournir
Afin de pouvoir programmer les machines et éventuellement commander les outillages nécessaires, un certain nombre de fichiers doivent être fournis. Ci-dessous sont décrits les différents cas de figure.
Note : ces fichiers sont nécessaires uniquement pour l’assemblage des composants CMS. Pour les composants traditionnels seule une liste de pièce et un plan d’ensemble sont nécessaires.
2.1 Circuit dessiné par le bureau d’étude BE-CEM-EPR
Si votre circuit a été dessiné par le bureau d’étude et que par conséquent votre projet est rattaché à un numéro EDA dans EDMS, alors vous n’avez pas à vous soucier de cette partie car le BE aura généré les fichiers nécessaires, vous n’avez donc plus qu’à vous occuper des composants à fournir.
2.2 Circuit dessiné par le client
Dans le cas où vous avez-vous-même dessiné votre carte, il faudra alors fournir un des ensembles de fichiers décrits ci-dessous.
2.2.1 Fichiers CAD ASCII, gerber du panneau et liste de pièce
Cet ensemble de fichier est la meilleure combinaison pour nous permettre d’assembler votre carte. Il faut dans ce cas nous fournir les fichiers suivant :
Fichier CAD au format ASCII de votre design
Pour générer ce fichier, il faut vous référer au document annexe « Aegis_Cad_Import_Guide-V_7_6.pdf » qui décrit la procédure à suivre en fonction du programme de dessin employé pour générer le fichier ad-hoc
Fichier gerber du panneau
Si votre carte est en panneau, il faut alors nous fournir le fichier gerber de la mise en panneau de votre carte
Fichier de liste de pièce
Un fichier au format texte ou excel incluant les références des composants (C1, R1, IC1, etc) ainsi que les part number (10k/1%/100PPM, etc) et le boîtier (0603, SOT23, etc)
2.2.2 
Fichier ODB++, gerber du panneau et liste de pièce
Cet ensemble de fichiers est moins préféré mais constitue un ensemble nous permettant malgré tout d’assembler vos cartes dans de bonnes conditions.
Fichier ODB++ de votre design
Un export ODB++ de votre design incluant les données d’assemblage ; ATTENTION, de manière générale, les données ODB++ fournies par les fabricants de PCB ne contiennent que les données de fabrication et pas celles d’assemblage, rendant ces fichiers inexploitables à notre niveau
Fichier gerber du panneau
Si votre carte est en panneau, il faut alors nous fournir le fichier gerber de la mise en panneau de votre carte
Fichier de liste de pièce
Un fichier au format texte ou excel incluant les références des composants (C1, R1, IC1, etc) ainsi que les part number (10k/1%/100PPM, etc) et le boîtier (0603, SOT23, etc)
2.2.3 Fichiers gerber, fichier de placement, liste de pièce
Cet ensemble de fichiers est le moins préféré mais constitue un ensemble nous permettant malgré tout d’assembler vos cartes dans de bonnes conditions.
Fichiers gerber de dépose de pâte
Fichiers gerber de dépose de pâte pour les deux faces du circuit ; si le circuit est en panneau, il faut alors les fichiers de la carte dans son panneau
Fichier de placement des composants CMS
Un fichier au format texte incluant les références des composants (C1, R1, etc), les coordonnées X/Y des centres des composants sur la carte, les orientations de ces derniers ainsi que les part number (10k/1%/100PPM, etc) et le boîtier (0603, SOT23, etc)
Fichier de liste de pièce
Un fichier au format texte ou excel incluant les références des composants (C1, R1, IC1, etc) ainsi que les part number (10k/1%/100PPM, etc) et le boîtier (0603, SOT23, etc)
2.2.4 Vous n’avez pas les fichiers décrits plus haut
Si vous n’êtes pas en mesure de nous fournir les fichiers décrits plus haut, nous pouvons encore assembler vos cartes entièrement à la main. Il est toutefois important de noter que si votre carte contient des composants en boîter sans pattes – BGA/LGA/QFN – alors nous ne pourrons garantir la qualité du brasage de ces composants si nous n’avons pas au moins les fichiers gerber de dépose de pâte.
De plus, il vous faudra au minimum nous fournir un fichier de liste de pièce ainsi qu’un dessin de la carte incluant les références des composants.
3 
Composants fournis et conditionnement
3.1 Composants standards
L’atelier d’assemblage entretient un stock des composants dits standards et peut donc vous fournir ces derniers lors de l’assemblage de votre circuit.
Ces composants sont :
Les résistances CMS de la série E96, gamme de tolérance 1%, stabilité thermique 100PPM, dans les boîtiers 0402/0603/0805/1206
Les capacités CMS céramiques, gamme de tolérance 10%, tension 50V, diélectrique X7R, dans les boîtiers 0402/0603/0805/1206
Les capacités CMS tantales, gamme de tolérance 10-20%, tension 50V, ESR standard, dans les boîtiers A/B/C/D
Les composants disponibles au magasin CERN et donc ayant un numéro SCEM
3.2 Composants non-standards
Les composants qui ne rentrent pas dans les descriptions ci-dessus sont considérés comme non-standards et doivent nous être fournis par vos soins.
3.2.1 Conditionnement et quantité de réserve des composants fournis par vos soins
Afin que nous puissions utiliser les composants que vous nous fournissez sur notre machine, il faut que ces derniers soient conditionnés correctement :
S’il s’agit de composants passifs, il faut qu’ils soient conditionnés en bande continue ou rouleau
S’il s’agit de composants actifs, les conditionnements préférés sont les plateaux et les bandes continues ou rouleau
Farnell et Radiospares offrent la possibilité de livrer les composants dans des conditionnements dit de production
Les petits morceaux de bande ne sont pas utilisables directement et nous imposent un assemblage à la main

Concernant les quantités fournies, il faut prévoir une quantité légèrement supérieure au besoin réel car lors de l’utilisation de la machine de placement des composants peuvent être perdus :
Pour les composants passifs en bande, il faut prévoir un surplus de l’ordre de 3% ou dix pièces additionnelles au minimum
Pour les composants actifs, deux composants supplémentaires sont recommandés, hormis pour les composants onéreux comme les FPGA, par exemple

Nous vous remercions d’avance de votre collaboration et espérons répondre à vos attentes lorsque nous assemblons vos circuits
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